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浅谈器件工艺特性及提高 PCB 制造工艺水平研究 

吴杰坤，魏联德，于 杰，李强兵，邓钱卫 

深圳市坤标林兄弟电子有限公司  广东深圳 

【摘要】印制板的研制与开发与器件的高速发展是分不开的。因为所研发的印制板必须满足器件的电

装技术要求、使器件的功能参数更能够充分地发挥作用、以确保电子设备的运转箕间的高稳定性和高可靠

性．特别要提出的就是表面封装（SMT）与微组装（ CSP 或 CMT）器件的进步﹐对卬制板的制造工艺提

出更高的技术要求。为此，印制板制造工艺。必须适应高速发展的微电子技术的需要。所以，研究器件的

工艺特性，就是研发结构新颖印制板的重要途径。因此，本文从器件工艺的特性出发，主要研究探讨如何

提高印制电路板的制造工艺水平。 
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【Abstract】The development and development of printed board is inseparable from the rapid development of 
devices. Because the developed printed board must meet the electrical assembly technical requirements of the 
device, so that the functional parameters of the device can play a full role, to ensure the high stability and high 
reliability of the operation pan of the electronic equipment. In particular, the progress of surface packaging (SMT) 
and microassembly (CSP or CMT) devices puts forward higher technical requirements for the manufacturing 
process of the printed plate. To this end, the printed board manufacturing process. Must adapt to the needs of the 
rapidly developing microelectronics technology. Therefore, studying the process characteristics of the device is an 
important way to develop a novel screen structure. Therefore, based on the characteristics of device process, how to 
improve the manufacturing process of printed circuit board. 
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引言 
目前的各类电子产品已经趋向于小型化以及智

能化的发展趋势，因此客观上需要引进全新的产品制

作工艺手段。技术人员在制作智能化的电子产品时，

运用全新的 PCB 制作工艺可以达到控制产品制作成

本、简化产品制造过程以及加快产品制造速度的效果
[1]。为此，目前对于电子产品制作的实践领域应当明

确 PCB 产品制作工艺的具体运用要点，结合电子产

品本身的特性来进行产品制作工艺手段的合理选择。 
1 器件工艺特性 
研制器件的结构的主要特点就是所采用器件的

密集释度，集成电路器件的高集成度化是器件结构的

主要表现形式：因为器件的集成度的增加，必然导致

传输信号的输入/输出（I/O)。通常所采用的插装技术

（DIP 或 THT）器件的输入/输出（I/O）数在 100 个

以内.而表面封装器件 QFP 的输入/输出（I/O）数在

10O-50）个之间；RGA 表面封装技术、其器件的输

入/输出（I/O）数却增至到 150Q-2000 个。随着微电

气技术的发展.研制和开发出新颖的器件，使器件的

输入/输出（1/O）数要增加到 300.)--4000 个之间。由

于器件的高集成度化，使器件的结构更趋问得杂化和

多功能化.精细的节距减小.给表面安装提出更高的技

术要求.从而对印制板制造工艺有很大的推动力，必

须迅速地提高现有的工艺水平。研制与开发出更多需
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要的新颖结构的卬制板，以满足电子设备微型化、多

力能化的需要。从器件的结构分析，它主要特点就是

腿与腿之间间距比较小、导线短而精细及导线间距窄

孔径小而密等。根据器件的工艺特性就必须解决印制

板制造工艺，首先要根据布线密度、导线宽度，间距

大小及孔径的变化、在有限的表面积上制造出具有高

密度﹑高精度、高可靠性的印制板[2]。 
2 提高 PCB 制造工艺水平 
2.1 从技术上提高 PCB 制造工艺水平 
（1）PCB 工艺种类 

印刷电路板主要应当包含双面板（如图 1）、单

面板（如图 2）与多层板（如图 3），以上三种印刷

电路板都属于常见的 PCB 制作工艺。对于设计印刷

电路板的早期工艺处理过程中，常见单面板的工艺处

理方法，其中主要涉及两个板面部位上的导线与元器

件分布排列方式。但是经过 PCB 的工艺技术演变，

单面板工艺目前已经呈现明显的工艺局限性，其根源

在于运用单面板的工艺处理方式很易造成路径交叉

的情形，无法达到良好的布线效果[3]。 

 
图 1 双面印刷电路板剖面 

 
图 2 单面印刷电路板剖面 
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图 3 多层印刷电路剖面 

 
（2）高精度高密度化技术 
根据微电子技术的飞速发展、超大规模集成电路

的广泛应用、表面封装技术和微组装技术的进步、快

速地研制和开发出高精度高密度化的工艺技术、才能

更加适应高速发展的电子信息产业的需要。所谓高精

度高密度化技术.就是在印制板的制造工艺中大量采

用冗进的工艺技术、其中包括精细导线与窄间距技术、

微小孔技术、狭小环（或无环）技术或盲孔技术等。

这些工艺技术的研制与开发.使制造工艺装备更加高

精尖，原材料的性能更需要满足设计的技术要求、特

别是导线的宽度与间距更加精细、更加窄时，需要研

制与生产卬制板的原材料、工艺装备、工艺技术、工

艺环境条件等都需要进行快速地的变革或加速技术

改造才能制造出来的。所以，高精度高密度化的技术

的产生与发展、它是远远离不开器件的发展和器件组

装技术的进步。在器件中 QFP、BGA 到装它不但封

装尺寸狭小而且节距是越来越窄，这就必须研制与开

发出相适应的表面封装或芯片级组装的印制板难以

满足电子设备所 J 要的轻.薄、颖、小及多功能化的需

要。 
2.2 从制造工艺措施上提高 PCB 的制造水平 
（1）高精度高密度印制板图纸与磁盘的审查 
这一关是非常重要的工程审定工作、首先要刈设

计提供的设计与工艺资料过行全面的检查与核对确

保图纸与设计所提供磁盘数据然后剐磁烈进行复审、

使用设计规则软件对图形的导线宽度导线之间的间

距，孔径与孔距、环宽等进行检查，不符合工艺规定

或工艺水平班于达到的指标，进行合理修正并有生产

前取得设计的认可〈签名或盖章）。同时还要刘图形

的正反面﹑层数应按内芯板需要的底片胶膜对胶膜

配对编制顺序编号.标出焊接面与元件面钻孔图、网

印图等进行复查，确认无误时方能制定生产工艺方案。 
（2）根据批量先制作试样板提供确认依据 
根据工艺方案、首先刘设计与工艺提供的资料消

化的基础上在 T 程部认行试生产全面检查设计工艺

的制作可行性，再山设 i 计或用户认可方可投产。这

部分工作是非常重工艺工作它是避免大批量报废的

重要的工艺措施、是检查工艺可行性的有效的方法、

也是确保用满意的重要的营业手段。 
（3）利用现代化高科技手段制作出高品位的产

品 
现代规模化的生产，基本实施高科技手段，以达

到实现产品高品质。使用好高科技手段可以实现高精

度高密度印制板制造的所需要一切工艺手段。这主要

求所使用的工艺装备必须能与计算机进行联机，也就

是只有很好的软件功能，将所有的关键设备与检测仪

器实现联网，它必然全加速生产的高速化、逃而确保

每一步工艺措施地得到认可并实行贯彻始终达到更

高层次的质量标准。这就说将计算机所提供的资料或

数据通过光绘机转化为所需要的高精度高密度反差
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伋强的底片、通过数控钻床转化为基板表面所需要的

导通孔或是元件孔，定位孔或基准孔、通过光学测试

系统（AОI）就能将高密度底片呈现在大屏游上进行

极杳.通过通断路测试机或飞针测试系统.就可以通过

数据转化探针或飞针所检测的焊盘宁点等。重要的就

是操作者要真正意识到它的重要性对它的工作原理

要了如指掌，充分利用现代化高科技工艺装备，制造

出高品质的产品。 
（4）图形转移过程要严格控制底片的伸缩状态 
图形转移是利用光化学原理通过底片对光反

差．在内层与外层铜箔的表面制作出高精度高密度电

路图像。所以图形转移的次数是很多的由于曝光晒夹

的温升，直接影响到底片的尺寸变化即发生尺寸的伸

与缩，如果伸缩数据过大，就会直接引起多层板内层

位置地对准度的变化。为此，采用多片制更换交替的

方法、但必须确保底片精度的一致性。同时能及时掌

握底片尺寸的变化规律，采取随时检测的工艺方法、

以获取更为精确的尺寸变化的准确数据。 
（5）提高图形电镀质量必须使被镀表面获得均

匀的电流分布 
这种理想的电流分布状态，除准确地计算出被镀

的表面积，辅助阴极的表面积、拌具的允许电流量外

阴阳极的距离比例及儿何形状是关键。从理论分析、

电镀时阴阳极距离越远分散能力就越好但是不可能

的，因为槽体的体积不可能达到要求只有采取阳极形

状变化，如采用吊挂式阳极朝阴极的方向应星半圆形

或采用吊篮式时阳极是球状的，其电力线呈现交叉状

态.确保金属分布的均性。阴阳极的比例中首先要确

保阳极有足够的面积、否则就会使不够比例的阳极表

面极化阳极溶解效果就会变差电流的均匀分布就会

受到干扰或破坏诞层的均匀性就会变。 

3 结束语 
经过分析可见，电子产品的制作过程不能缺少

PCB 新工艺作为支撑。与传统的印刷电路板工艺处理

方式相比，PCB 新工艺具有更好的产品制作时效性，

并且能够达到保证电子产品质量以及提升电子产品

安全性能的目标。具体在制作电子产品的相关技术实

践中，技术人员应当着眼于 PCB 新工艺的全面推广

运用，借助全新的产品制作工艺手段来实现最大化的

电子产品制作与生产效益。 
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